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以下資料由勤凱科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意


   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：勤凱科技股份有限公司 (股票代號：4760)
	輔導推薦證券商
	富邦綜合證券股份有限公司
褔邦證券股份有限公司

凱基證券股份有限公司


	主辦輔導券商聯絡人電話
	富邦綜合證券股份有限公司 張玉如 (02)27716699#66672

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購勤凱科技股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦
	協辦

	
	富邦綜合證券股份有限公司
	褔邦證券股份有限公司
	凱基證券股份有限公司

	認購日期
	104.10.05


	認購股數（股）
	420,000
	100,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	2.033%
	0.484%
	0.484%

	認購價格
	每股新台幣23元

	認購價格之訂定

依據及方式
	本推薦證券商參酌一般市場認購價格訂定方式，評估市價法、成本法及現金流量折現法等評價方式，以推算合理之股票價格，作為本推薦證券商認購勤凱科技股份有限公司(以下簡稱勤凱科技或該公司)興櫃股票價格之訂定依據；再參酌該公司產業概況、經營績效、發行市場環境及同業市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。

市價法有本益比法及股價淨值比法，皆係透過已公開資訊，與整個市場、產業性質相近同業及被評價公司歷史軌跡比較，以衡量企業的價值，再依據被評價公司本身異於採樣公司部分作折溢價調整；成本法為以帳面歷史成本作為公司價值評定基礎的淨值法；現金流量折現法係根據該公司未來預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，同時考慮實質現金及貨幣之時間價值。然而，成本法易忽略通貨膨脹因素且無法表達目前真正之經濟貢獻值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值，故國際上採用成本法評估企業價值者不多見；現金流量折現法主係以未來各期創造現金流量之折現值合計認定為股東權益，然因未來現金流量無法精確掌握，評價使用之相關參數無一致標準，可能無法合理評估公司應有之價值，實務上較少採用，故本次推薦證券商認購勤凱科技股票係以市價法進行評估。

勤凱科技成立於96年6月，主要從事業務為提供應用於被動元件電容、電阻、電感使用之內電極與端電極之導電銀漿、銀鈀漿與銅漿，保護元件、陶瓷天線和壓電陶瓷等厚膜導體材料之研究、開發、設計、製造及銷售，103年度營收以產品別「銀漿」、「銀鈀漿」及「銅漿」來看，分別占營收比重為68.77%、26.37%及4.42%。另該公司從應用產業來看，主要運用於被動元件、觸控面板等電子產業。目前上市(櫃)公司中並無與勤凱科技相同產品之公司，經參酌目前上市(櫃)公司中產品項目、資本額及營業規模等條件相近之公司，選取碩禾(上櫃公司，股票代號：3691)、美磊(上櫃公司，股票代號：3068)及美桀(上櫃公司，股票代號：5255)作為採樣公司。茲就本推薦證券商採用本益比法及股價淨值法之訂價依據分述如下：

1.本益比法

取得採樣公司及上櫃其他電子類股104年6月至104年8月之平均本益比，得出採樣公司及上櫃其他電子類股之本益比區間，再按勤凱科技最近四季(103年第三季至104年第二季)之稅後盈餘30,249仟元，依擬興櫃掛牌股數20,657仟股追溯調整之每股盈餘推算價格區間。採樣公司及上櫃其他電子類股104年6月至104年8月本益比如下：
月份

公司

104/06
104/07
104/08
平均

碩禾

22.75
22.45
19.11
21.44
美磊
20.38
20.27
18.82
19.82
美桀
32.05
30.62
31.09
31.25
上櫃-

其他電子類

27.05
24.07
21.86
24.33
資料來源：財團法人證券櫃檯買賣中心

採樣公司及上櫃其他電子類股104年6月至104年8月之平均本益比為19.82倍~31.25倍。該公司最近四季之每股盈餘為1.46元，參考價格區間為每股28.94元~45.63元。

2.股價淨值法

取得採樣公司及上櫃其他電子類股104年6月至104年8月之平均股價淨值比，得出採樣公司及上櫃其他電子類股之股價淨值比區間，再按勤凱科技104年6月底每股淨值推算價格區間。採樣同業及上櫃其他電子類股104年6月至104年8月股價淨值比資訊如下：

月份

公司

104/06
104/07
104/08
平均

碩禾

6.40

6.32
5.79
6.17
美磊
1.85
1.84
1.81
1.83
美桀
1.54
1.47
1.23
1.41
上櫃-

其他電子類

1.94
1.73
1.71
1.79
資料來源：財團法人證券櫃檯買賣中心

採樣公司及上櫃其他電子類股104年6月至104年8月之平均股價淨值比為1.41倍~6.17倍。該公司104年6月底每股淨值為13.67元，參考價格區間為每股19.27元~84.34元。

綜上所述，採用本益比法，參考價格區間約為每股每股28.94元~45.63元，而採用股價淨值比法，參考價格區間為每股19.27元~84.34元，綜合推算勤凱科技股價區間為19.27元~84.34元。考量採樣公司均為上櫃公司，其股票之交易量及流通性均較興櫃市場佳，將此流動性風險納入評估，由本推薦證券商與勤凱科技共同議定興櫃股票認購價格為每股價23元。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司介紹：

勤凱科技成立於96年6月，結合卓越的經營團隊，以先進的生產技術，製造出高品質的厚膜導體材料；勤凱科技自成立以來，持續專注在厚膜導體材料的生產及銷售，不斷開發新技術及改善製程並加強合理化管理，以應付變化迅速及競爭激烈的科技產業。

經過多年的創新，目前為國內擁有自主研發能力導電漿料專業開發廠商，也是目前在技術及研發能力上能與日韓廠商相抗衡的專業漿料開發廠商。已先後成功開發出應用於被動元件之電容、電阻、電感使用之內電極與端電極之導電銀漿、銀鈀漿與銅漿、保護元件、陶瓷天線和壓電陶瓷使用之厚膜導體材料與應用於薄膜開關、觸控面板的線路用銀漿及太陽能電池的銀漿、鋁漿。

勤凱科技一直以來都秉持著「專業服務、創新研發、誠信務實」的經營理念來服務客戶，提供客戶合理的價格、最佳的品質及滿意的服務，並建設客戶與供應商間共存共榮的長期夥伴關係。
二、歷史沿革：
期間
主要紀事

96年06月

成立「勤凱科技股份有限公司」，資本額新臺幣41,500,000元。

96年06月

獲得ISO 9001 認證。

96年06月

成功開發應用於被動元件之導電漿，並以自有品牌「ampletec」行銷國內外各大被動元件製造商。

97年01月

開發Antenna使用銀漿。

99年07月

現金增資新臺幣13,600,000元，實收資本額為新臺幣 55,100,000元。

99年11月

現金增資新臺幣28,450,000元，實收資本額為新臺幣 83,550,000元。

99年12月

現金增資新臺幣5,000,000元，實收資本額為新臺幣 88,550,000元。

100年01月

開發太陽能電池片背面鋁漿。

100年01月

現金增資新臺幣23,150,000元，實收資本額為新臺幣 111,700,000元。

100年05月

購入高雄市大寮區大有3街32號廠房。

100年07月

盈餘、資本公積及員工紅利轉增資為新臺幣34,569,660元，實收資本額為新臺幣146,269,660元。

102年04月

執行99年度第一次員工認股權增資新臺幣10,000,000元，實收資本額為新臺幣156,269,660元。

102年06月

股票公開發行。

102年07月

盈餘及員工紅利轉增資為新臺幣5,914,650元，實收資本額為新臺幣162,184,310元。

102年12月

現金增資新臺幣10,000,000元，實收資本額為新臺幣 172,184,310元。

103年01月

開發微型電感表面電極用低溫銀漿。

103年08月

盈餘及員工紅利轉增資為新臺幣10,867,640元，實收資本額為新臺幣183,051,950元。

103年09月

開觸控面板導電銀漿

103年12月

現金增資新臺幣10,000,000元，實收資本額為新臺幣 193,051,950元。

104年09月
盈餘轉增資為新臺幣13,513,700元，實收資本額為新臺幣206,565,650元。
三、經營理念：

勤凱科技秉持「專業服務、創新研發、誠信務實」的經營理念與『技術力、生產力、行銷力持續提昇』的基本營運方針，透過『企業目標達成之際，就是個人成就實現之時』的群體創業信念，勤凱團隊深體『唯執著者生存』的競爭發展法則，朝向『世界級導電漿料供應商』的目標，孜孜不倦、持續努力。
四、未來展望：

導電漿料是發展電子元件的基礎，是集冶金、化工電子技術於一體的一種高技術電子功能材料，主要係被動元件、觸控面板及太陽能電池產業等領域的關鍵材料。勤凱科技受惠於上述產業市場之穩健成長，預期對漿料材料之市場需求也將持續增加，將有助於公司業績之持續提昇。


                                                                          

	主要業務項目：

主要經營業務為提供應用於被動元件電容、電阻、電感使用之內電極與端電極之導電銀漿、銀鈀漿與銅漿，保護元件、陶瓷天線和壓電陶瓷等厚膜導體材料及觸控面板導電漿料之研究、開發、設計、製造及銷售。 

	勤凱科技所屬產業之上、中、下游結構圖：
上游
中游
下游
銀鈀粉

銀粉

銅粉

鋁粉

鎳粉
銀鈀漿
銀漿
銅漿
鋁漿
鎳漿
被動元件

觸控面板

軟性電路薄膜按鍵開關

IC/LED電子封裝

矽晶太陽能電池
導電漿料產業的上、中、下游關係，大致可歸類為上游的金屬粉末設計開發，中游的生產製造、代理商，及下游的應用端。其中金屬粉末國內並無生產，因此完全仰賴進口，主要進口地區為日本，其次為美國。
漿料之開發必須投入生產設備、研發團隊，再加上長時間的經驗累積，故之前的研究及生產主要集中在美日等少數國家，勤凱科技經過努力，目前為國內少數有能力提供導電漿料之製造廠商，透過完整的產線規劃，由原物料配漿一貫化生產製程，結合製程監控系統及完善的分析設備，控制製程參數，供應相關產業所需之各式導電漿料。

	產品名稱
	產品圖示

及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度

營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	AG PASTE (銀漿)
	[image: image3.jpg]



	主要運用於被動元件、觸控面板
	360,203
	68.77

	PD/AG PASTE (銀鈀漿)
	[image: image4.jpg]



	主要運用於被動元件(電容)、壓電陶瓷
	138,123
	26.37

	CU PASTE (銅漿)
	[image: image5.jpg]



	主要運用於被動元件(電容)
	23,135
	4.42

	其他
	2,286
	0.44

	合     計
	523,747
	100.00


                                                                         


	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  

單位：新台幣仟元                      

	年度

項目
	99年
	100年
	101年
	102年
	103年
	 104年截

至8月份止
(自結數)
(註)

	營業收入
	340,187
	344,068
	459,379
	463,528
	523,747
	297,439

	營業毛利
	34,475
	35,065
	53,873
	73,495
	105,889
	59,586

	毛利率(%)
	10.13
	10.19
	11.73
	15.86
	20.22
	20.03

	營業外收入
	3,669
	5,180
	4,892
	9,438
	8,832
	8,983

	營業外支出
	4,295
	4,082
	8,616
	8,766
	8,023
	7,755

	稅前損益
	11,119
	3,239
	8,183
	20,030
	40,882
	15,147

	稅後損益
	8,958
	2,675
	6,034
	16,641
	33,372
	12,397

	每股盈餘（元）
	1.68
	0.18
	0.41
	1.04
	1.82
	0.60

	股利發放
	現金股利(元)
	─
	─
	─
	0.12 
	0.40
	─

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	─
	0.23
	─
	─
	─
	─

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	─
	0.72
	0.34751
	0.60
	0.70
	─


資料來源：99年度至103年度財務資料係採ROC GAAP編製並經會計師查核簽證之個別財務報告。

(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	五年度簡明資產負債表

         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度

項目
	99年
	100年
	101年
	102年
	103年

	流動資產
	185,975
	250,845
	296,431
	282,481
	337,070

	基金及長期投資
	0
	0
	0
	7,972
	10,384

	固定資產
	47,188
	171,327
	182,582
	184,350
	172,041

	無形資產
	349
	329
	430
	600
	400

	其他資產
	23,290
	32,445
	35,629
	31,595
	27,944

	資產總額
	256,802
	454,946
	515,072
	506,998
	547,839

	流動

負債
	分 配 前
	137,044
	248,961
	285,885
	245,439
	235,620

	
	分 配 後
	137,044
	248,961
	285,885
	247,505
	243,342

	長期負債
	263
	47,820
	64,988
	52,176
	50,228

	其他負債
	0
	60
	60
	60
	80

	負債

總額
	分 配 前
	137,307
	296,841
	350,933
	297,675
	285,928

	
	分 配 後
	137,307
	296,841
	350,933
	299,741
	293,650

	股本
	88,550
	146,270
	146,270
	172,184
	193,052

	資本公積
	14,225
	482
	482
	8,542
	19,288

	保留

盈餘
	分 配 前
	16,720
	11,353
	17,387
	28,597
	49,571

	
	分 配 後
	8,678
	11,353
	11,956
	16,199
	28,335

	長期股權投資

未實現跌價損失
	-
	-
	-
	-
	-

	累積換算調整數
	-
	-
	-
	-
	-

	股東權益總額
	分 配 前
	119,495
	158,105
	164,139
	209,323
	261,911 

	
	分 配 後
	111,453
	158,105
	158,708
	207,257
	254,189


                                                                          

	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	101年
	102年
	103年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	11.73
	15.86
	20.22

	
	流動比率(%)
	103.69
	115.09
	143.06

	
	應收帳款天數(天)
	70.07
	107.12
	112.22

	
	存貨週轉天數(天)
	83.62
	93.26
	82.40

	
	負債比率(%)
	68.13
	58.71
	52.19


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image9.png]



公司概況資料表
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